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Die Vorteile liegen hierbei auf der 
Hand. Wasserstrahlschneiden als 
kaltes Schneidverfahren, welches 
dem Materialspektrum quasi 
keine Grenzen setzt, ist nun in der 
Micro- und Hochpräzisionsbear-
beitung angekommen. Nicht, dass 
hier eine eierlegende Wollmilchsau 
entstanden wäre. Aber mit dem 
richtigen Know-how kann das 
Wasserstrahl Micro-Präzisions-
schneidens viele Probleme der 
etablierten Verfahren lösen und 
liefert bei den entsprechenden 
Bauteilen beste Oberflächengüten 
in Verbindung mit hoher Präzision 
und Wirtschaftlichkeit.
Die DeSta microcut fertigt mit den 
Anlagen heute bereits für viele 
namhafte, deutsche und inter-
nationale Industrieunternehmen 

Wasserstrahl Micro-Präzisions-
schneiden von Stanzplatinen, 
Prototypen und Klein-Mittelserien

Prototypen und Serienteile. Dabei 
liegen die Stückzahlen zwischen 
1 und 100.000 Teile. 
Anhand von zwei Aufgabenstel-
lungen soll gezeigt werden, wel-
che Vorteile sich durch die Tech-
nologie des Wasserstrahl Micro-
Präzisionsschneidens gegenüber 
anderen Verfahren bei Prototypen 
und Klein- bis mittleren Serien 
ergeben:
Schneidaufgabe 1 (sh. Bild 1):
1.500 unterschiedliche Kupfer-
schienen (Kleinserie), Dicke 3 mm 
sollen wiederholgenau mit der To-
leranz von +/- 0,03 mm geschnit-
ten werden. 
Schneidaufgabe 2 (sh. Bilder 2-4):
450 Stanzplatinen (Prototypen) 
aus Kupfer, Dicke 0,5 mm sollen 
prozesssicher im Toleranzbereich 

kleiner +/- 0,02 mm hergestellt 
werden. Die minimalen Stegbrei-
ten betragen hierbei lediglich 
0,6 mm. Nach dem Schneiden 
sollen diese Teile verzinnt und 
anschließend gebogen werden. 
Besonderes Augenmerk wurde 
auf das Verhalten der Zinnschicht 
nach dem Biegen gelegt.

Mögliche Verfahren

Feinlaserschneiden: 
Schneidaufgabe 1:
3 mm Kupfer sind mit dem 
YAG Laser quasi nicht mehr zu 
schneiden. In jedem Fall kommt 
es zu extremem Wärmeeintrag 
und Schlacken sowie einer Art 
„Canyon“-Struktur entlang der 
Schneidkanten. Die aufzuwen-
dende Energie ist enorm. Durch 
die hohe thermische Belastung, 
entstehen Spannungen, Gefüge- 
und Eigenschaftsveränderungen 
im Material. 
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Microwaterjet in der Schweiz, Begründer des Wasserstrahl Micro-
Präzisionsschneidens, ist es gelungen das Wasserstrahlschneiden 
in eine neue Dimension zu bringen. Die DeSta microcut GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Weinstadt bei Stuttgart ist Pionier und Anwender der 
Ersten Stunde dieser neuartigen Technologie, welche sich innerhalb 
kürzester Zeit zu einem ernstzunehmenden Wettbewerb zu etablierten 
Technologien wie Laser-Feinschneiden (YAG und Faserlaser), Stanzen 
(Klein – Mittelserien) und Drahterodieren entwickelt hat.

Bild 1 / Schneidaufgabe 1: Kupfer Stromschienen Dicke 3 mm, Tol +/- 0,03 mm
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Schneidaufgabe 2:
0,5 mm Kupfer sind mit dem 
Feinschneidlaser problem-
los zu bearbeiten. Allerdings 
stellen sich bei den weiteren 
Bearbeitungsschritten teil-
weise Probleme ein. Auch 
hier stellen sich aufgrund der 
hohen thermische Belastung 
Spannungen und Gefügever-
änderungen ein. Walzhartes 
Kupfer wird weich! Oxidiertes 
Material entsteht entlang der 
Schneidkante. 
Die Beurteilung der mecha-
nischen Eigenschaften – eine 
Werkzeug- bzw. Bauteilaus-
legung – ist auf Basis dieser 
Muster ist nicht ideal. 
Bei speziellen Kupferlegie-
rungen wie Kupferberyllium 

entstehen hochgiftige Gase. 
Nach dem Biegen und Verzinnen 
bleiben kleine Flitter haften, diese 
können sich lösen und das Kupfer 
freilegen (siehe Bild 4).   

Bilder 2 - 4 / Schneidaufgabe 2:
Stanzplatinen aus Kupfer Dicke 0,5 mm, 
Tol. +/- 0,02 mm mit Stegbreiten 0,6 mm. 
Anschließend Verzinnen und Biegen. 
Bild 2:
Laser-Feinschneiden versus Wasserstrahl 
Micro-Präzisionsschneiden nach Verzin-
nung

Bild 3: Wasserstrahl Micro-Präzisionsschneiden nach Verzinnen und Biegen: Keine Flitter!

Stanzen: 
Schneidaufgabe 1:
Ein Stanzwerkzeug ist teuer und 
langwierig in der Herstellung. 
Änderungen in der auteilgeo-
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metrie sind wiederum mit hohen 
Kosten verbunden. Bei Stück-
zahlen ca. kleiner als 10.000 Stück 
(bauteilabhängig) ist das Werk-
zeug häufig keine wirtschaftliche 
Lösung.
Schneidaufgabe 2:
Diese Bauteile werden zukünftig 
aufgrund der hohen Stückzahlen 
bei > 1 Mio. Teile p.a. gestanzt. 
Allerdings wären gestanzte Teile 
als Basis der Entwicklung und für 

Fakten

Das Wasserstrahl Micro-Präzisionsschneiden oder -feinschneiden ist um den 
Faktor 10 genauer als herkömmliches Wasserstrahlschneiden. Dem Material-
spektrum sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Der Micro-Wasserstrahl arbeitet abrasiv mit einem minimalen Durchmesser 
von 0,3 mm bis in den Toleranzbereich von +/- 0,01 mm. Die Oberflächen-
rauhigkeit der Bauteile ähnelt dabei dem Schleifen mit bis zu Ra 0,8 µm (N6). 
Es können Teile mit max. 600 x 1.000 mm bearbeitet werden. Dabei liegt die 
Positioniergenauigkeit bei 0,002 mm. Das Abrasivmittel kann variiert und 
den zu schneidenden Werkstoffen und gewünschten Oberflächen angepasst 
werden.
Weitere Anwendungen für das neuartige Verfahren finden sich in zahlreichen 
Branchen. In der Elektroindustrie können zum Beispiel Chipträger, mehr-
schichtige Elektrochips, Kupferhalbleiter, Kupferplatinen, Kontakte, Alumini-
umteile und Silicium damit bearbeitet werden. Auch bereits beschichtete Ma-
terialien oder Bi-Metalle lassen sich verarbeiten. In der Medizintechnik lassen 
sich Implantate und Knochenplatten herstellen, knochenähnliches Material 
oder Silikon bearbeiten. 
Auch finden sich Anwendungen in Branchen, die mit Materialien arbeiten, die 
bisher kaum oder nur schwer und aufwändig bearbeitbar waren, wie beispiels-
weise Keramiken, spezielles Glas, Kunststoffe, NE-Metalle, Elektronikbauteile, 
Carbon und Verbundwerkstoffe (CFK, GFK). Aber auch ganz neuen Werk-
stoffen, Produktentwicklungen und Leichtbauteilen eröffnen sich Chancen, auf 
den Markt zu gelangen, da diese bisher möglicherweise nicht zu bearbeiten 
oder nicht wirtschaftlich herzustellen waren.

erste Kleinserien, welche häu-
figen Änderungen unterliegen, 
wirtschaftlich unsinnig. Wären die 
Stegbreiten kleiner als die Materi-
aldicke, dann wäre auch Stanzen 
kein geeignetes Verfahren. 
Konventionelles Wasserstrahl-
schneiden: 
Schneidaufgabe 1 und 2:
Konventionelles Wasserstrahl-
schneiden scheidet aufgrund der 
geforderten wiederholgenauen 

Toleranzen und Oberflächengü-
ten aus. Außerdem sind diese 
Anlagen nicht für derartig feine 
Bleche ausgelegt.
Drahterodieren: 
Schneidaufgabe 1:
3 mm dickes Kupfer drahterodie-
ren ist nicht wirtschaftlich. D.h. 
es müssen Pakete gemacht wer-
den um die Kosten einzudäm-
men. Dazu muss Plattenmaterial 
zuerst zugeschnitten und dann 
verschweißt oder verschraubt 
werden. Da die Stromschienen 
teilweise umfangreiche Innen-
konturen besitzen, ist der Auf-
wand für Startlöcher erheblich. 
Generell ist das Drahterodieren 
von Kupfer relativ langsam und 
daher teuer.
Schneidaufgabe 2:
Drahterodieren scheidet aufgrund 
von ca. 220 Innenkonturen aus. 
Auch ist das Stapeln von feinen 
Kupferfolien nicht sinnvoll.
Microfräsen: 
Schneidaufgabe 1:
Wäre bei diesen Bauteilen auch 
aufgrund der großen Konturlän-
gen in Verbindung mit kleinen 
Innenradien von 0,2 mm extrem 
langsam und teuer.
Schneidaufgabe 2:
Fräsen scheidet aus, da unmög-
lich aufgrund des Verhältnisses 
der Materialdicke zu den minima-
len Stegbreiten.

Bild 4:
Laser-Feinschneiden nach Verzinnen und 
Biegen: Flitter, Abplatzer und freilie-
gendes Kupfer
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Bild 5:
Wasserstrahl Micro-Präzisionsschneiden unterschiedlichster Materialien

Ätzen: 
Schneidaufgabe 1:
Bei dieser Materialdicke nicht 
möglich.
Schneidaufgabe 2:
Unmöglich aufgrund des Verhält-
nisses der Materialdicke zu den 
minimalen Stegbreiten.
Wasserstrahl Micro-Präzisions-
schneiden:
Schneidaufgabe 1 und 2:
• keine Gefüge- und Eigen-

schaftsveränderung des Materi-
als

• fast keine Gratbildung
• keine Spannungen
• perfekte Schnittkanten beste 

Schneidoberfläche (wie ge-
schliffen)

• nach dem Verzinnen und Biegen 
bleiben KEINE Flitter am Bauteil 
hängen

• keine Werkzeugkosten 
• flexible, kurzfristige und wirt-

schaftliche Herstellung

• Toleranzen prozesssicher und 
wiederholgenau einhaltbar 

• technisch möglich wäre auch 
bereits verzinntes / oberflächen-
behandeltes Material und pro-
blematische Legierungen oder 
auch Bi-Metalle zu schneiden

Die Firma DeSta microcut stellt 
aus auf der Stanztec in Pforzheim.

(Werkbilder:
DeSta microcut GmbH & Co KG, 
Weinstadt-Beutelsbach)


